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DefiniciónDefinición

Microsistemas fabricados mediante materiales Microsistemas fabricados mediante materiales 
empleados en la tecnología de circuitos impresosempleados en la tecnología de circuitos impresos

Sustrato de partida: FRSustrato de partida: FR--4, Teflon, etc.4, Teflon, etc.Sustrato de partida: FRSustrato de partida: FR--4, Teflon, etc.4, Teflon, etc.

Con finas láminas de polímero flexible (Kapton, LCP, Con finas láminas de polímero flexible (Kapton, LCP, 
etc.) formamos una estructura multietc.) formamos una estructura multi--capacapa

Se añaden pasos extra en el proceso de fabricación Se añaden pasos extra en el proceso de fabricación 
PCB para crear estructuras MEMSPCB para crear estructuras MEMS



VentajasVentajas

Proceso de fabricación PCB mucho más simple y Proceso de fabricación PCB mucho más simple y 
barato que tecnología de silicio (materiales y barato que tecnología de silicio (materiales y 
equipamiento)equipamiento)

Prototipado rápidoPrototipado rápido

Total integración de componentes electrónicos y Total integración de componentes electrónicos y 
fluídicos en un mismo PCBfluídicos en un mismo PCB

Dispositivos monolíticos que manipulan, analizan y Dispositivos monolíticos que manipulan, analizan y 
controlan fluidos      controlan fluidos      

Aplicaciones biológicas, químicas, médicas…Aplicaciones biológicas, químicas, médicas…



FabricaciónFabricación

Sustrato de FRSustrato de FR--4 con lámina de cobre (32, 64, 1284 con lámina de cobre (32, 64, 128µµm)m)
El cobre eliminado químicamente formará los bordes El cobre eliminado químicamente formará los bordes 
laterales del canal fluídicolaterales del canal fluídico
Con otra lámina cerramos el canal verticalmenteCon otra lámina cerramos el canal verticalmente
Necesitamos una técnica adhesiva especialNecesitamos una técnica adhesiva especial

Deposición de epoxisDeposición de epoxis
SoldadoSoldado

Con varias capas tendremos gran variedad de Con varias capas tendremos gran variedad de 
estructurasestructuras



Ensamblado de capasEnsamblado de capas

Proceso crítico en la tecnologíaProceso crítico en la tecnología

Cantidad mínima necesaria 
para cerrar el canal



ResultadoResultado

Sección del canal:Sección del canal:

28 28 µµm x 100 m x 100 µµmm

Espesor inicial de Espesor inicial de 
la resina la resina ~~ 4 4 µµmm



CaracterísticasCaracterísticas

Las estructuras de cobre desempeñan múltiples Las estructuras de cobre desempeñan múltiples 
funciones:funciones:

Cavidades para alojar fluidoCavidades para alojar fluido
Conducción de señales eléctricasConducción de señales eléctricasConducción de señales eléctricasConducción de señales eléctricas
Calentador (corriente elevada)Calentador (corriente elevada)
Medida de resistencia eléctrica, capacitancia, etc.Medida de resistencia eléctrica, capacitancia, etc.

Amplio espectro de aplicacionesAmplio espectro de aplicaciones
Tecnología de fotolitografía directa elimina el uso de Tecnología de fotolitografía directa elimina el uso de 
máscarasmáscaras



EjemplosEjemplos

Calentador o sensor  Calentador o sensor  
de temperaturade temperatura

Válvula Válvula 
eléctricamente eléctricamente 
controladacontrolada



EjemplosEjemplos

Detector de burbujasDetector de burbujas



EjemplosEjemplos

Sensor de presión Sensor de presión 
capacitivocapacitivo

MicrobombaMicrobomba



PosibilidadesPosibilidades

Sistemas fluídicos complejos + electrónica en un PCBSistemas fluídicos complejos + electrónica en un PCB

Válvulas pasivas y activasVálvulas pasivas y activas

MicrobombasMicrobombas

Sensores de Tª, flujo, presión, color, pH… Sensores de Tª, flujo, presión, color, pH… Sensores de Tª, flujo, presión, color, pH… Sensores de Tª, flujo, presión, color, pH… 

Fabricación en el laboratorioFabricación en el laboratorio

Líneas futuras:Líneas futuras:

Mejora de fiabilidad y rendimientoMejora de fiabilidad y rendimiento

Investigación de técnicas de ensambladoInvestigación de técnicas de ensamblado



PosibilidadesPosibilidades

Dispositivo con depósito para fluidos, bombas, válvulas Dispositivo con depósito para fluidos, bombas, válvulas 
controladas y sensores integrados para aplicaciones en controladas y sensores integrados para aplicaciones en 
biología y química analítica (plataforma FIA):biología y química analítica (plataforma FIA):

2 bombas 
(en la parte 
trasera)

Mezclador

Foto-
detector
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EjercicioEjercicio

Nebulizador NeumáticoNebulizador Neumático
1. Funcionamiento.1. Funcionamiento.
2. Estructura.2. Estructura.2. Estructura.2. Estructura.
3. Proceso de fabricación.3. Proceso de fabricación.
4. Evaluación.4. Evaluación.


